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芝能科技出品

特斯拉的新一代AI5芯片马上要来了，与现有硬件相比，AI5在计算性能、能效以及成本

控制上均有巨大提升，马斯克宣称AI5将带来“人类驾驶安全性提升1000%”的飞跃，到底怎

么样呢？

在特斯拉的辅助驾驶体系中，自制的AI芯片是核心大脑，负责实时处理来自车载摄像头

的大量视觉数据，并结合算法模型做出毫秒级决策。从HW3（AI3）到HW4（AI4），特斯拉不

断强化车载计算平台，以更高的算力来支撑其端到端神经网络。

特斯拉在自动驾驶体系上的核心逻辑：依赖硬件突破以弥补算法和感知的瓶颈。

根据特斯拉公布的信息，AI5的计算性能将比AI4提升50倍，而成本仅为十分之一，内存

容量提升九倍，并采用更高效的块量化与softmax机制来优化深度学习的推理效率。

芯片生产将分布在台积电与三星的多地工厂，确保供应稳定性与规模化能力。

特斯拉计划让AI5芯片同时服务于车辆自动驾驶和人形机器人Optimus的AI计算，从而构

建出一个分布式推理网络，让闲置车辆也能参与AI任务计算。



从技术视角看，芯片的进步并不直接等于自动驾驶能力的突破。

算力提升的确能支撑更复杂的模型运行，但自动驾驶的难点在于感知和决策的不确定性。特

斯拉至今仍坚持“纯视觉方案”，即完全依赖摄像头进行环境感知。

马斯克本人也在去年承认，搭载第三代硬件的车辆可能无法实现完全自动驾驶，AI5的

推出，通过更强算力来弥补既有系统的局限，而非直接解决感知层面的问题。

根据特斯拉的路线图，AI5样品将在2026年问世，并计划于2027年实现量产，马斯克已

透露AI6和AI7的规划，前者性能将再提升两倍，后者则采用全新代工体系，高频率迭代虽然

能保持技术领先，但也带来了生态碎片化风险——不同代际的车辆若无法共享同一AI模型，

将影响FSD软件的统一性与数据闭环效率。

马斯克提到特斯拉可能自建大型芯片制造厂，但芯片制造的复杂度远超汽车组装，涉及

光刻、封装、材料与良率等全流程能力，即便特斯拉拥有充足的资本和数据，也难以在短时

间内复制台积电等晶圆巨头的制造生态。

小结

特斯拉AI5芯片结合FSD的迭代，我们看看接下来是芯片重要，还是外部的传感器组合更

重要。

HTML版本： 特斯拉下一代芯片AI5：算力暴涨，自动驾驶瓶颈仍未破解？

https://www.cae-forum.org/caecp/31775.html
https://www.cae-forum.org/caecp/31775.html
https://www.cae-forum.org/caecp/31775.html

